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Eksamen 3. juni 1999 i FYS 317 Mikrosystemer og Elektronikk Byggemetoder

Oslo, 22. mai 1999

Eksamen i: 


FYS 317 Mikrosystemer og Elektronikk Byggemetoder


Eksamensdag:


Torsdag 3. juni 1999

Tid og sted for eksamen:
Kl. 9.00 - 15.00 på rom 394Ø - Fysikkbygningen

Oppgavesettet er på:

3 sider. Det er 10 oppgaver, hver med a) og b) spørsmål.

Tillatte hjelpemidler: Ingen utover de generelt tillatte som f.eks. kalkulator. F.eks. er tabeller og innprogrammerte data i kalkulator ikke tillatt. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare oppgaven. Kursansvarlig/oppgaveforfatter Per Øhlckers vil stort sett være tilstede på sitt kontor FV436C, og kan best kontaktes på mobiltelefon 90 03 94 01.

Hvert spørsmål gis både på norsk og engelsk tekst. Besvarelsen kan gis valgfritt på norsk eller engelsk. Bruk maksimum 1 side på hver oppgave, dvs. summert for både a) og b) besvarelsen. The test can be answered in either Norwegian or English. Each question is given with both Norwegian and English text. Use maximum 1 page for each question; that is for the sum of both the a) and the b) answers.

Oppgave 1: Sammenkoplingsnivåer for elektronikksystemer 

a) Beskriv en fornuftig hierarkisk oppdeling i sammenkoplingsnivåer innen elektronikk byggemetoder - fra IC-nivået og oppover i systemhierkariet.

b) Beskriv de viktigste spesifikasjoner og krav en bør ta hensyn til ved valg av best mulig teknologi for fysisk realisering av et elektronikksystem

Question 1: Levels of interconnection for electronic systems

a)  Give a reasonable hierarchical grouping of levels of interconnection in electronic packaging and interconnection technology - from IC level and upwards in the system hierarchy.

b)  Describe the most important specifications and requirements to be considered when choosing the most optimal technology for hardware realisation of an electronic system.

Oppgave 2: Plast brukt i elektronikk

a) Oppgi navnet på 3 forskjellige plastmaterialer som brukes mye i elektronikk. Oppgi en viktig anvendelse for hver av materialene innen elektronikk. Oppgi for hver av de tre materialene den relative dielektrisitetskonstant og termisk utvidelseskoeffsient, begge tall med bedre enn ±10% nøyaktighet. 

c) Definer og forklar begrepet glassningstemperatur for et plastmateriale. Bruk gjerne en grafisk fremstilling til å illustrere forklaringen. Angi typisk glasningstemperatur for epoksy og for polyester med ±20(C nøyaktighet.

Question 2: Plastics used in elektronics

b) Give the names of 3 different plastics that are used extensively in electronics. Describe one important use for each of these materials in electronics. Put up for each of these materials the relative dielectric constant and the thermal expansion coefficient, both figures with better than ±10% accuracy.

d) Define and explain the concept glass transition temperature for a plastic material. It is recommended to make use of a graphic presentation to illustrate the explanation. Give the typical glass transition temperature for epoxy and polyester  with an accuracy of ±20(C. 

Oppgave 3: Mønsterdefinisjon for elektronikk

c) Forklar mønsterdefinisjon for elektronikk ved silketrykking og stensiltrykking. Bruk helst kombinert tekst og grafisk fremstilling. 

d) Forklar prinsippet for subtraktiv prosess ved våtetsteknikk. Nevn en vanlig ets for kobber.

 Question 3: Pattern definition for electronics

e) Explain the process technology for transfer of patterns by screen printing and stencil printing as a production technology for electronics. Combined text and graphic presentation is preferred. 

f) Explain the principle of subtractive process by wet chemical etching. Name an etchant much used for copper etching.

Oppgave 4: Komponenter

g) Beskriv prinsippiell oppbyggingen og en vanlig benyttet fremstillingsmåte for multilags keramiske kondensatorer. Dette gjøres best ved skisser med en utfyllende tekstforklaring.

h) Forklar forskjellige måter en kan oppnå forskjellig kapasitansverdi for multilags keramisk kondensatorer med samme ytre mål.

Question 4: Components

i) Describe the principal construction and a common used manufacturing technology for multilayer ceramic capacitors. This is best done by graphics with a supplemental text.

j) Explain different ways to achieve different capacitance values for multilayer ceramic capacitors with the same outer dimensions.

Oppgave 5: Mønsterkort

k) Forklar en vanlig benyttet fremstillingsmåte for et ettlags hullmontasje mønsterkort. Dette gjøres best ved å skisserer et flytdiagram og med en utfyllende tekstforklaring for hvert prosesstrinn.

l) Forklar de viktigste årsakene til at fleksible mønsterkort benyttes. Nevn også de viktigste ulempene ved slike mønsterkort.

Question 5: Printed wiring boards

m) Describe a common used manufacturing technology for a single layer through hole printed wiring board. This is best done by outlining a flow chart with a supplemental text for each process step.

n) Explain the most important motivations for the use of flexible printed wiring boards. Point also out the major disadvantages of such printed wiring boards.

Oppgave 6: Kretskort

o) Forklar en vanlig benyttet fremstillingsmåte for tosidige kretskort med kun overflatemonterte (OFM) komponenter på begge sider av kortet. Dette gjøres best ved å skisserer et flytdiagram og med en utfyllende tekstforklaring for hvert prosesstrinn.

p) Forklar bølgeloddeprosessen for et kretskort. Beskriv de to viktigste loddefeil ved bølgelodding, og hvordan en best kan unngå slike feil. 

Question 6: Printed circuit boards

q) Explain a common used manufacturing technology for double sided printed circuit boards with surface mount devices (SMD) on both sides of the board. This is best done by outlining a flow chart with a supplemental text for each process step.

r) Explain the wave soldering process for a printed circuit board. Describe the two most important solder defects when using wave soldering, and how they best can be minimised. 

Oppgave 7: Termisk husholdning

s) Forklar prinsippet for konveksjonskjøling og beskriv to måter å øke effekten av konveksjonskjøling.

t) Beregn overtemperatur (Junction temperatur) i en integrert krets i en DIP kapsel som utvikler 0.4W. Termisk motstand fra krets (junction) til kanne er RJC = 40 °C/W, og fra kanne til omgivelsene er RCA  = 25°C/W. Beregn også den effektive termiske motstand RJA fra krets (junction) til omgivelsene.

Question 7: Thermal managment

u) Explain the principle of convection cooling and describe two ways to increase the effect of convection cooling.

v) Calculate the increase of the junction temperature of an integrated circuit in a DIP package with 0.4W heat dissipation. Thermal resistivity from the circuit junction to case is RJC = 40°C/W, and from case to ambient is RCA = 25°C/W. Calculate also the resulting thermal resistance RJA from junction to ambient.

Oppgave 8: Elektronisk støy og tap

w) I læreboken er det omtalt tre typer elektronisk støy i ledere i et elektronikksystem.Navngi disse, forklar hvordan de oppstår, og beskriv hvordan de kan minimeres. 

x) Forklar hvordan et elektronisk signal dempes i en leder, og gi en matematisk beskrivelse. Beskriv tre typer tap, og forklar hvordan disse tre typer tap kan minimeres.

Question 8: Electronic noise and losses

e) In the textbook, three different types of electronic noise in conductors in an electronic system. Name them and explain how they originate, and describe how they can be minimised. 

f) Explain how an electronic signal is attenuated in a conductor, and give a mathematical description. Describe three types of losses, and outline how these three types can be minimised.

Oppgave 9: Polymer tykkfilmteknikk

g) Forklar fremstillingsmåten for polymer tykkfilmkretser. Dette gjøres best ved å skissere et flytdiagram sammen med en utfyllende tekstforklaring for hvert prosesstrinn. Angi to vanlig brukte materialer for ledningsføring, to vanlig brukte materialer for motstander og to vanlig brukte materialer for dielektriske lag.

h) Forklar hvorfor polymer tykkfilmteknikk har en markedsnisje i forhold til alternative teknikker. Gi to viktige drivkrefter som fremmer denne teknologien, og to grunner til at den fortsatt har liten utbredelse.

Question 9: Polymer thick film hybrid technology

i) Explain the process technology for polymer thick film hybrid circuits. This is best done by outlining a flow chart with a supplemental text for each process step. Give two common used materals for conductors, two common used materals for resistors and two common used materals for dielectrics layers.

j) Point out why polymer thick film technology has a market niche compared to alternative technologies. Give two driving forces for this technology, and two inhibiting factors slowing down its use.

Oppgave 10: Mikromaskinerte komponenter

a)  Sett opp en liste med 5 viktige prosessteknologier som kan benyttes for mikromaskinerte komponenter. 

b)  Foreslå en liste med de 10 viktige bremsende faktorer som sinker utbredelsen av mikromaskinerte komponenter. 

Question 10: Micromachined devices

a)  Give a list of 5 important process technologies which can be used for micromachined devices. 

b)  Propose a list with 10 important inhibiting factors slowing down the application of micromachined devices.
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